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Nachldten oder Reparatur von Leiterplatten: Bei
fehlerhaft platzierten bzw. defekten Komponenten
im Produktionsprozess oder bei Reparaturen beim
Kunden sind geeignete Rework-Systeme unver-
zichtbar. Einige davon werden hier vorgestellt.

Anschlusstechnik fiir raue Industrie-Anwen-
dungen: Kabelstecker mit 360°-Schirmung
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Leiterplatten mit perfektionistischem Anspruch
Optiprint — Neubau, neue Anlagen und 30 Jahre

Leiterplatten- und Baugruppenfertigung —
von Traceability bis Cyber Crime
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Aktuelles zu Lotpasten und Lotpasten-Inspektion

Japan Unix mit neuen Losungen fir Laser-Lotanlagen

Komfortable Losung —
Schablonen online konfigurieren und bestellen

In Elektronikfertigung und Druckprozessen
fiir kiinftige Anforderungen gertistet
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Kriterien fiir die Entscheidungsfindung

Reinigung — die oft unterschétzte ProduktionsgroBe
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Die Effizienz-Fortschritte
zeigen sich auch im Rework-Prozess

Tragende Rolle der Lasersysteme
in der Elektronikindustrie
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Flexible, zuverldssige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung von
hochwertigen Basismaterialien und Prepregs
zur Fertigung von Leiterplatten mit
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in
die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.

Wir bieten kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen und mit zwei komplett ausgestatteten
Service-Zentren in Grof3britannien und
Deutschland ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der europaischen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Morschheimerstrasse 15
67292 Kirchheimbolanden
+49 (0)6352 75326-0
+49 (0)6352 75326-26
contact(@ventec-europe.com

www.ventec-europe.com
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Im Juni 2015 wurde Q-print 20 Jahre alt. Gegriindet am
1. Juni 1995 startete Q-print als Einzelfirma im Bereich des
Leiterplattendesigns und entwickelte sich zum professio-
nellen Anbieter fiir Leiterplatten und SMD-Schablonen.

Wwww.qg-print.de
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